Temat: Odprowadzanie ciepta.

Do prawidtowego i stabilnego dziatania mikroprocesor potrzebuje optymalnej temperatury.
Aby jg utrzymaé, wymagane sg elementy chtodzace lub utatwiajgce odprowadzanie ciepfa.
Nowe mikroprocesory sg budowane na bazie miliondw tranzystoréw, ktore nagrzewaja sie
podczas pracy, co przektada sie na wzrost temperatury catego rdzenia.

Radiator,

metalowy element, ktéry utatwia odprowadzanie nadmiaru ciepta przez zwiekszenie
powierzchni odprowadzajacej energie cieplng. Ozebrowanie radiatora wykonuje sie w
procesie nacinana badz odlewania. Zbudowany z metali szlachetnych, charakteryzujgcych sie
dobrym przewodnictwem cieplnym (aluminium lub potgczenie aluminium i miedzi, rzadziej
czysta miedz - koszty).

Wyrézniamy dwa podstawowe typy radiatorow:

1. Radiator pasywny

- nie majacy dodatkowych elementdéw i czynnikdw wspomagajgcych.

- charakteryzujg sie mniejszg wydajnoscig, ale sg wieksze z uwagi na koniecznos¢ stosowania
duzych powierzchni wypromieniowujgcych ciepto.

- stanowi czasami element systemu chtodzenia tzw. komina termicznego, w ktorym
komponenty wydzielajgce ciepto (pamiec, procesor, chipset) sg ulokowane w jednym ciggu i
sg chtodzone duzym wolnoobrotowym wentylatorem zamontowanym

na obudowie komputera.

- niewatpliwg zaletg uktadéw pasywnych jest mniejsza emisja hatasu lub jego catkowity brak.

2. Radiator aktywny

- jest potaczeniem tradycyjnego metalowego radiatora z wentylatorem, ktorego zadaniem
jest chtodzenie ozebrowania i zwiekszanie tym samym wydajnosci chtodzenia

- moze miec ksztatt prostopadtoscianu lub walca z ozebrowaniem poprzecznym.

- zastosowanie wentylatora oznacza zwiekszenie hatasu.

- w celu poprawienia niezawodnosci i sprawnosci uktadéw aktywnych montuje sie
wentylatory z tozyskami kulkowymi.

- przewodnictwo cieplne miedzy rdzeniem a radiatorem poprawia sie dodatkowo dzieki
zastosowaniu pasty przewodzacej. Zadaniem tego typu czynnika jest niwelowanie
niedoskonatosci powierzchniowych radiatora i mikroprocesora poprzez wypetnienie
wszystkich ubytkéw nieprzylegajgcych ptaszczyzn co znacznie usprawnia wymiane ciepfta.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

1. Znajdz i zapisz optymalny zakres temperatur dla mikroprocesora (podczas spoczynku jak i
podczas obcigzenia).

2. Znajdz dwa modele radiatora aktywnego. Dla kazdego modelu wypisz w tabelce: nazwe
modelu, cene oraz parametry techniczne. Poréwnaj modele ze sobg, zargumentuj decyzje
wybrania jednego z nich na podstawie wypisanych danych.

3. Czym sie rdézni radiator aktywny od pasywnego?

4. Jakiego materiatu uzywa sie do budowy radiatora?

5. Z jakiego powodu mikroprocesor wydziela spore iloSci ciepta?

6. Jaka role petni wentylator w radiatorze aktywnym?

7. Czym poprawia sie miejsce styku rdzenia mikroprocesora z radiatorem?



Temat: Alternatywne metody odprowadzania ciepta.

1. Heat pipe (cieplne rurki),

uktad miedzianych lub aluminiowych rurek wypetnionych specjalng ciecza. Pod wptywem
zmiany temperatury ciecz paruje, przemieszczajgc sie do zimniejszego fragmentu rurki. Tam
skrapla sie, oddajac ciepto przez radiator, a nastepnie sptywa ponownie (grawitacyjnie) do
cieptej czesci rurki. Wewnatrz rurka ma porowatg strukture utatwiajgcg przemieszczanie sie
skroplonej cieczy. Uktad moze byé wspomagany wentylatorem montowanym na radiatorze.

2. Chtodzenie wodne,

przypominajace chtodzenie cieczg w pojazdach spalinowych. Ukfad tworza: pompka wodna,
pojemnik na ptyn, wymiennik ciepfa, zestaw rurek i ztgczek. Woda z pojemnika jest
pompowana przez plastikowe lub gumowe rurki do wezownic wymiennika ciepta
umieszczonego na obudowie mikroprocesora. Przeptywajgca woda odbiera ciepto z rdzenia
CPU (dodatkowo uktad moze wspomagac chtodzenie chipsetu, uktadu graficznego itp.), a
nastepnie jest transportowana do zbiornika, gdzie ulega schtodzeniu i skad zostaje ponownie
pobrana do obiegu chtodzgcego. Opcjonalnie dla zwiekszenia wydajnosci uktadu mozna
zastosowac chtodnice. Najczescie] cieczg chtodzacy jest woda z dodatkiem $rodka
ograniczajgcego porost glondw. Wadg jest podatnosé na korozje oraz mozliwosé zalania
komputera podczas awarii systemu chtodzacego.

3. Ogniwo Peltiera,

element pdtprzewodnikowy, zbudowanym na bazie dwdch cienkich ptytek ceramicznych
potgczonych pdétprzewodnikami typu p i n. Po podtgczeniu napiecia, ztacza p i n pochtaniajg
ciepto z otoczenia i powodujg, ze gdérna ptytka ceramiczna znacznie sie schtadza. Ogniwo
Peltiera moze zosta¢ wykorzystane w celu zwiekszenia wydajnosci innych systemow
chtodzgcych, np. radiatorow aktywnych. Gtéwng wadg tego rozwigzania jest potrzeba
dostarczenia ogniwu sporych ilosci energii elektrycznej (rachunki za prad), tworzenie sie
szronu (wilgo¢) oraz ryzyko pomylenia stron - ogniwo zacznie wtedy podgrzewac zamiast
schtadzac.

4. Do rzadziej spotykanych sposobdéw schtadzania mikroprocesora zaliczamy:

a) chtodzenie freonem - zasada dziatania przypomina lodéwke lub klimatyzacje

b) chtodzenie suchym lodem - czynnikiem chtodzgcym jest dwutlenek wegla

c) chtodzenie ciektym azotem - czynnikiem chtodzgcym jest azot w postaci ptynnej
d) chtodzenie komponentdéw poprzez zanurzenie ich w oleju mineralnym

ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

1. Znajdz dwa zestawy chtodzenia wodnego, przeznaczonego dla komputeréw klasy PC. Dla
kazdego zestawu wypisz w tabelce: nazwe, cene oraz parametry techniczne. Poréwnaj je ze
sobg, zargumentuj decyzje wybrania jednego z nich na podstawie wypisanych danych.

2. Jakie znasz alternatywne metody odprowadzania ciepta z komponentdéw elektronicznych?
3. Scharakteryzuj przynajmniej jedng alternatywna metode odprowadzania ciepta z
powierzchni mikroprocesora.



